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® Selektives Aufbringen von Polymerfilmen 

@ Verfahren zum selektiven Aufbringen von als Losung 
handhabbaren Filmen fur die Erzeugung eines gemuster* 
ten Films insbesondere auf dem Gebiet von integrierten 
elektronischen und optoelektronischen Einrichtungen. 
Ein als Losung handhabbares organisches Material wird 
seiektiv aufgebracht, indem dieses Material durch eine 
langgestreckte Bohrung von einem in Verbindung mit ei- 
nem Vorratsbehalter dieses Materials stehenden entfern- 
ten Ende zu einem distalen Ende nahe einem Substrat fur 
die Aufnahme dieses Materials zugefuhrt ward, wobei die 
Zufuhrung des Materials derart gesteuert wird, dafi infol- 
ge des Kontakts zwischen dem Material und dem Substrat 
das distale Ende unter der Wirkung der Schwerkraft oder 
der Benetzungsspannung oder einer Kombination dersel- 
ben variant. 
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Materials durch eine langgestreckte Bohrung von einem in 
Verbindung mit einem Vorratsbehalter dieses Materials ste- 
henden entfernten Ende zu einem distalen Ende nahe einem 
Substrat zur Aufnahme dieses Materials, wobei die Zufiih- 
rung des Materials so gesteuert wird, daB es das distale Ende 
unter der Wirkung der Schwerkraft oder der Benelzungs- 
spannung oder einer Kombination derselben infolge des 
Kontakts zwischen diesem Material und dem Substrat ver- 
laBt. 

Die Benetzungsspannung kommt ins Spiel, wenn ein 
Tropfchen des Materials in Kontakt mit dem Substrat ge- 
bracht wird. wahrend es noch am distalen Ende der Bohrung 
"festhangt". Es veranlaBt das Substrat, das Tropfchen vom 
distalen Ende der Bohrung "abzuziehen". Die Benetzungs- 
spannung ist durch die Oberflachenspannungsqualitaten des 
Materials in Verbindung mit der Form des Tropfchens beim 
Verlassen des distalen Endes der Bohrung, dem Benetzungs- 
winkcl des Tropfchens mit dem Substrat, die Kapillarkraftc 
aus der Bohrung und dem Druck aus dem Vorratsbehalter zu 
steuern. Die Verwendung der Benetzungsspannung ermog- 
licht einen kontrollierbareren und statischen Aufbringvor- 
gang. Fur groBe Aufbringflachen istes jedoch auch moglich, 
daB die vorherrschende Kraft die Schwerkraft ist, d. h., daB 
das Tropfchen das distale Ende der Bohrung vor der Kon- 
taktherstellung mit dem Substrat verlaBL 

Die Ubertragungsgeschwindigkeit und -menge des durch 
die langgestreckte Bohrung zugefuhrten Materials wird vor- 
zugsweise durch Auswahl einer Kombination von Parame- 
tern einschliefilich der Querschnittsflache der Bohrung, des 
Abstandes vom Substrat und der Zeit und des vom Vorrats- 
behalter ausgeubten Drucks gesteuert. 

GemaB einem weiteren Aspekt schafft die Erfindung ein 
Verfahren zum Herstellen einer optischen, elektronischen 
oder optoelektronischen Einrichtung, die die Schritte um- 
.faBt: 

(a) Ausbilden auf einem Substrat eines vorbestimmten 
Musters von Trennmaterial zur Bildung von vorbe- 
stimmten Bereichen fur das darauffolgende Autbrin- 
gen eines als Losung handhabbaren Materials; 

(b) Aufbringen eines als Losung handhabbaren Mate- 
rials in den vorbestimmten Bereichen durch Zufuhren 
des Materials von einem in Verbindung mit einem Vor- 
ratsbehalter dieses Materials stehenden entfernten 
Ende einer langgestreckten Bohrung zu einem distalen 
Ende dieser Bohrung nahe den vorbestimmten Berei- 
chen, 

wobei die ZufUhrung des Materials derart gesteuert 
wird, daB es das distale Ende unter der Wirkung der 
Schwerkraft oder der Benetzungsspannung oder einer 
Kombination dieser beiden mittels des Kontakts zwi- 
schen dem Material und dem Substrat verlaBt; und 

(c) Durchfuhrung eines Trocknungsschrittes. 

Bei einer Ausfuhrungsforrn steht die wenigstens eine 
Bohrung in Verbindung mit dem Vorratsbehalter ttber einen 
flexiblen Schlauch, um eine Bewegung der Bohrung beziig- 
lich des Substrats zu ermoglichen, so daB eine selektive 
Aufbringung in vorbestimmten Bereichen des Substrats er- 
moglicht wird. Bei einer anderen Ausfuhrungsforrn bildet 
die langgestreckte Bohrung einen Teil einer Bohrungsanord- 
nung, die den Vorratsbehalter einschlieBt und beziiglich des 
Substrats beweglich ist. Bei einer weiteren Ausfuhrungs- 
forrn ist das Substrat bezUglich der wenigstens einen langge- 
streckten Bohrung beweglich gclagcrt. 

Die Bohrungsanordnung kann aus einer Anordnung in 
Form einer Platte bestehen, die eine Anzahl von Offnungen 
besitzt, deren jede mit einer entsprechenden vorstehenden 
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langgestreckten Bohrung in Verbindung steht, wobei die 
Offnungen eine Verbindung der Bohrungen mit dem Vor- 
ratsbehalter ermoglichen. 

Fur die Verwendung verschiedener Materialien, z. B. un- 
5 terschiedlicher Farben, kann mehr als eine Bohrung vorge- 
sehen werden. 

Eine mehrfarbige lichtemittierende Einrichtung kann drei 
langgestreckte Bohrungen in Verbindung mit jeweils unter- 
schiedlichen Vorratsbehaltern zur ZufUhrung von unter- 
10 schiedlichen Materialien zu vorbestiimr en Bereichen des 
Substrats umfassen, wobei die unterschi^dlichen Materia- 
lien lichtemittierende organische Materialien sind, die Licht 
von unterschiedlichen Wellenlangen emittieren konnen. 

Das Substrat kann ein vorgeformtes Muster von Trenn- 
15 material (eine sogenannte "Bank") zur Bildung vorbestimm- 
ter Bereiche tragen, in denen das selektive Aufbringen statt- 
finden soli. Um eine optische, optoelektronische oder elek- 
tronischc Einrichtung hcrzustcllcn kann ein Elcktrodcnma- 
terial in den vorbestimmten Bereichen vor dem selektiven 
20 Aufbringen aufgebracht worden sein. 

Die Steuerung der Tropfchenausgabe aus den Bohrungen 
kann unter Anwendung einer Anzahl von Faktoren, insbe- 
sondere der folgenden, erfolgen: 

25 (i) Querschnittsflache der Bohrung, vorzugsweise im 
Bereich von 0,001 mm 2 bis 10 mm, und/oder vorzugs- 
weise kreisformig mit einem Durchmesser von mehr 
als 50 um und vorzugsweise mehr als 200 um; 

(ii) der Abstand zwischen dem Substrat und dem dista- 
30 len Ende der langgestreckten Bohrung, vorzugsweise 

weniger als 10 mm, vorzugsweise noch weniger als 
5 mm und noch besser weniger als 1 mm; 

(iii) Ubertragungsgeschwindigkeit des Materials 
durch die Bohrung, vorzugsweise weniger als 3 m/s 

35 und vorzugsweise noch weniger als 1 m/s; 

(iv) Pixelausbreitungsflachen, die von irgendeiner 
zweckmaBigen Form sein konnen, z. B. quadratisch, 
rechteckig oder kreisfbrmig, und welche vorzugsweise 
einen groBten Durchmesser von mehr als 50 um, mog- 

40 lien* rweise mehr als 1 00 um besitzen, jedoch vorzugs- 
weise weniger als 3 mm und vorzugsweise noch klei- 
ner als 1 mm. Der bevorzugte Bereich der Ausbrei- 
tungsflachei, fur den die Erfindung besonders brauch- 
bar ist, betragt 250 um 2 bis 9 mm 2 , 

45 

Dieses Verfahren ist insbesondere anwendbar fur die Her- 
stellung einer lichtemittierenden Einrichtung, in welcher die 
Anzahl von Elektrodenbereichen Anodenbereiche sind, und 
bei der das Verfahren einen weiteren Schritt der Aufbrin- 

50 gung einer Kathodenschicht nach dem Trocknungsschritt 
umfafit. Das als Losung handhabbare Material ist in diesem 
Zusammenhang ein lichtemittierendes organisches Material, 
wie ein geeignetes Polymer. 

So bezieht sich die vorliegende Erfindung allgemein auf 

55 das Mustem von als Losung handhabbaren Materialien in 
optischen/elektronischen/optoelekuonischen Einrichtun- 
gen, insbesondere, jedoch nicht ausschlieBlich fur LEP-Ma- 
terialien, bei Anwendung eines neuen Aufbringverfahrens, 
das insbesondere fur die Herstellung von gemusterten Ein- 

60 richtungen mit groBen "Ausbreitungsbereichen" brauchbar 
ist, vorzugsweise uber 50 um und insbesondere iiber 
100 pm. Das Verfahren erlaubt eine Herstellung mit hohem 
Durchsatz und niedrigen Kosten. Bei der bevorzugten Aus- 
fuhrungsforrn wird das Aufbringverfahren in Verbindung 

65 mit Substratcn angewendet, die cine Bank von Trcnnbcrci- 
chen aufweisen, die zwischen sich Wannen bilden, in die das 
verarbeitbare Material aus einer oder mehreren Anordnun- 
gen von Pipetten getropft wird. Das Tropfen des als Losung 
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1 ist zwar eine Anzahl von Pipetten 10 dargestellt, deren 
jede mit enisprechenden Wannen 8 ausgerichtet und mit ei- 
nem gemeinsamen Vorratsbehalter 14 iiber eine gemein- 
same T,eitung 12 verhunden ist. Rs sind jedoch rnehrere an- 
dere Anordnungen moglich, we im folgenden beschrieben 5 
wird. Die Anordnung gemaB Fig. 1 wird nur verwendet, urn 
das Prinzip der Erfindung zu erlautern. 

Das Substrat ist vorzugsweise eben (vor dem Aufbringen 
der Bankbereiche) und horizontal angeordnet, wkhrend die 
Pipetten im wesentlichen vertikal angeordnet sind. Dies 10 
tragt zur Erzielung einer gleichformigen Filmdicke iiber die 
Ausbreitungsbereiche bei, die zwischen den Banktren- 
nungsbereichen gebildet sind. 

Die Anordnung gemaB der Erfindung ermoglicht das Auf- 
bringen von Flecken von Losungstropfen 16 in kontrollier- 15 
ter Weise in die Wannen 8. 

Es wird zwar der Ausdruck Pipette durchwegs zur Be- 
schrcibung der Tcilc 10 bcnutzt, cs ist jedoch zu berncrken, 
daB diese Teile die Form von langgestreckten hohlen Rohren 
besitzen, die das Auftropfen einer Losung unter der Wir- 20 
kung der Schwerkraft von einem mit dem Vorratsbehalter 14 
verbundenen entfernten Ende des Rohrs zum distalen Ende 
des Rohrs nahe den Offnungen der Wannen 8 ermoglicht. 
Andere Teile, die zur Verwirklichung der Pipetten 10 ver- 
wendet werden konnten, konnten beispieis weise Mikropi- 25 
petten, Spritzen, vorstehende Diisen, hohle Nadeln und 
dergl. sein. Die Bohrungen konnen konisch oder zylindrisch 
sein. Bei der beschriebenen Anordnung hat die Bohrung der 
Pipetten 10 eine Querschnittsflache im Bereich von 
0,001 mm 2 bis 10 mm. Bei der bevorzugten Anordnung ha- 30 
ben die Pipetten eine kreisfbrmige Bohrung und der Durch- 
messer ist vorzugsweise groBer als 50 um und besser noch 
groBer als 200 um. Ein Durchmesser von 50 um entspricht 
der Querschnittsflache von etwa 2000 pm 2 , und ein Durch- 
messer von 200 um entspricht einer Querschnittsflache von 35 
•etwa 3 1 400 um 2 . Bei der vorliegenden Erfindung brauch- 
bare Pipettenanordnungen sind auf dem pharmazeutischen, 
bio- und biotechnischen Gebiet bekannt und werden daher 
hier nicht im Einzelnen beschrieben, obwohl Abanderungen 
notig sein konnen, um eine Optimierung der Technik fiir die- 40 
sen Zweck zu ermoglichen. Trotzdem wird bemerkt, daB sie 
aus Glas, Metall, KunststofF oder Keramik oder tatsachlich 
aus irgendeinem geeigneten Material hergestellt werden 
konnen, das mit dem als Losung handhabbaren organischen 
Material, das aufgebracht wird, vertraglich ist. 45 

Die Bank 6 spielt eine wichtige Rolle, um zu verhindern, 
daB sichLosungstropfchen 16 ausbreiten, und um die Benet- 
zung zu steuem. Obwohl es grundsatzlich moglich ist, die 
Erfindung ohne Verwendung eines Substrats mit einer vor- 
her aufgebrachten Bank zu verwirklichen, verbessert das 50 
Vorhandensein einer Bank wahrend des Aufbringens die 
Leistung der fertigen Einrichtungen. Die Bank oder ein Teil 
der Bank kann nach dem Aufbringen entfernt werden, so 
daB sie am fertigen Produkt nicht oder nur teilweise vorhan- 
den ist. 55 

Die Wahl der Bankdicke ist wichtig, um die aufgebrach- 
ten Tropfchen 16 rich tig innerhalb des Aufbringbereichs zu 
halten, ohne die Bank zu uberfluten. Eine Dicke t von 
0,5 um, vorzugsweise 5 pm oder daruber und noch besser 
10 pm oder daruber ergibt eine annehmbare Wirkung. Die 60 
Benetzungseigenschaften der Bank 6 miissen ebenfalls be- 
riicksichtigt werden, so daB wenigstens der obere Teil einer 
Bank nicht leicht durch die Losung benetzbar ist. Beispiel- 
hafte Formgebungen der Bank werden ausfuhrlicher im fol- 
genden crlautcrt. 65 

Die Bank kann leicht mit hohem Durchsatz und biUig 
durch Siebdruck aufgebracht und gemustert oder geformt 
werden. Andere Verfahren umfassen iibliche Aufbringung 
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(Spin, Schneide, Meniskus, Spruhen, Beschichten und 
dergl.) zusammen mit fotolithografischen Formen oder Mu- 
stern. Eine andere Alternative ist der Mikrokontaktdruck. 
Fine weitere Alternative ist die Verwendung eines Pipetten- 
aufbringverfahrens, wie es hier beschrieben wird. Materia- 
lien fur die Bank sind vorzugsweise organische Isoliermate- 
rialien, z. B. Polyimid, konnten jedoch anorganisch sein. 

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung einer Aniage, die 
eine einzige Pipette 10 verwendet. Die Pipette 10 stent in 
Verbindung mit dem Vorratsbehalter 14 iiber die Leitung 12. 
Eine Relativbewegung ist zwischen dem Substrat 2 und der 
Pipette 10 vorgesehen, die entweder eine Bewegung der Pi- 
pette 10 seitlich beziiglich des Substrats ermoglicht, wie 
durch den Pfeil A bezeichnet, oder indem eine Bewegung 
des Substrats 2 seitlich beziiglich der Pipette 10 bewirkt 
wird, wie durch den Pfeil B oder beide Pfeile A und B ange- 
geben ist. Um eine Bewegung der Pipette 10 zu erm6gli- 
chen, kann die Leitung 12 flcxibcl sein. Altcmativ kann die 
Leitung 12 starr sein und die ganze Pipettenanordnung, wel- 
che die Pipette 10 t die Leitung 12 und den Vorratsbehalter 
14 umfaBt, kann beweglich ausgefuhrt sein. Mit 18 ist ein 
Ausgabemechanismus bezeichnet, der unter der Steuerung 
einer Steuereinrichtung 20 betatigbar ist. Der Ausgabeme- 
chanismus kann unter Druck oder auch von Hand oder auch 
automalisch betaligl werden. Obwohl der Ausgabemecha- 
nismus am Boden des Vorratsbehalters dargestellt ist, ist 
dies nur zu schematischen Zwecken gewahlt. Der Ausgabe- 
mechanismus kann an irgendeiner geeigneten Stelle in der 
Pipettenanordnung angeordnet werden. 

Fig. 3 zeigt das Aufbringen unter Verwendung einer line- 
aren Anordnung 22 von Pipetten 10. Die lineare Anordnung 
umfaBt eine Platte, die in Fig. 3 in Seitenansicht gezeigt ist 
und auf ihrer Unterseite eine Anzahl von Offnungen 24 auf- 
weist, durch die die Pipetten 10 vorragen. Bei der Anord- 
nung der Fig. 3 ist eine einzige Reihe von Pipetten 10 in der 
Platte 22 vorgesehen. Die Platte 22 hat Bohrungen 26, die 
ein Kommunizieren der Pipetten 10 mit dem Vorratsbehalter 
14 ermoglichen. Die lineare Anordnung und/oder das Sub- 
strat 2 konnen sich in der x-y-Ebene entweder in der x- oder 
in der y-Richtung bewegen. 

Fig. 4 zeigt eine zweidimensionale Anordnung 28 von Pi- 
petten in Draufsicht auf ihre Unterseite. Obwohl in Fig. 4 
nicht ersichtlich, ist klar, daB die Pipetten 10 aus der Unter- 
seite der Anordnung 28 vorragen und in x- und y-Richtung 
regelmaBig angeordnet sind. Bei einer zweidimensionalen 
Anordnung der in Fig. 4 gezeigten Art konnen die Pipetten 
10 mit den erforderlichen Aufbringbereichen auf dem Sub- 
strat 2 ausgerichtet sein, und die Musterung kann so in ei- 
nem Ein-Schritt- Verfahren stattfinden. Fiir die Anordnung 
einer einzelnen Pipette oder einer linearen Anordnung ge- 
maB Fig. 2 und 3 ist dagegen eine Relativbewegung erfor- 
derlich, wie bereits erlautert. Es kann ein weiter Bereich von 
regelmaBigen oder unregelmafiigen Pipettenanordnungen 
mit oder ohne Verwendung von Fortschalt- und Wiederho- 
lungsbetatigungen ins Auge gefaBt werden. 

Fig. 5a und 5b zeigen eine Anordnung von Pipetten 30 fur 
mehrfarbiges Aufbringen. Das heiBt, die Anordnung der Pi- 
petten ist derart, daB sie jeweils mit Aufbringbereichen aus- 
gerichtet werden konnen, die aus verschiedenen Polymeren 
herzustellen sind, welche lichtemittierende Eigenschaften 
bei jeweils unterschiedlichen Wellenlangen besitzen. Die Pi- 
petten sind mit lOr, lOg und 10b bezeichnet, um die Tatsa- 
che anzugeben, daB sie jeweils rot, griin bzw. blau emittie- 
rende Polymere zufuhren. Sie sind jeweils mit unterschied- 
lichen Vorratsbchaltcrn 14r, 14g und 14b zur Zufuhrung dic- 
ser jeweils unterschiedlichen Polymere verbunden. 

Fig. 6 zeigt eine andere Anordnung, bei welcher drei li- 
neare Reihen 32, 34 und 36 zur jeweiligen Zufuhrung der 
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A-0 676 461 beschrieben sind; 

c) als Losung handhabbare, Ladung transportierende 
und/oder lununeszierende/elektrolumineszierende Po- 
ly mere, vorzugsweise konjugierte Poly mere, wie: Po- 
lyphenylene und Derivate, Polyphenylenvinylene und 5 
Derivate, Polyfluorene und Derivate, Triaryl enthal- 
tende Polymere und Derivate, Vorlauferpolyrnere in 
verschiedenen Formen, Copolymere (einschiieBiich 
der oben benannten Polymerklassen), allgemein stati- 
stische und Blockcopolymere, Polymere mit der akti- to 
ven (Ladung transportierenden und/oder lumineszie- 
renden), als Seitengruppen an der Hauptkette ange- 
brachten Sorten, Tiophene und Derivate und dergl.; 

d) andere anorganische Verbindungen, z. B. ais Lo- 
sung bandhabbare organometallische Voriauferverbin- 15 
dungen zur Herstellung von Isolatoren oder Leitem. 

In dicscm Zusammcnhang ist cin als Losung handhabba- 
res Material eines, das nach Trocknung eine endgultige sta- 
bile Form erzeugt, die vorzugsweise optisch/elektronisch/ 20 
optoelektronisch aktiv ist. So sind Losungen, die nach dem 
Trocknen ihre endgultige Form erreichen, eingeschlossen 
wie auch Losungen eines Vfcrlauferpolymers, das nach dem 
Trocknen in die endgultige Form des Polymers sich umwan- 
delt. Eine Weise, in der das als Losung handhabbare Mate- 25 
rial seine endgultige Form erreichen kann, ist die Verdamp- 
fung von Losungsmittel, wodurch ein fester geloster Stoff 
zuriickbleibt. Dies kann erreicht werden, indem das Material 
getrocknet wird oder indem man es bei KTP (Zimmertempe- 
ratur und -druck) trocknen laBt. Naturlich kann eine TYock- 30 
nung durch sich selbst nicht ausreichend sein, urn das als 
Losung handhabbare Material in seinen endgultigen stabilen 
Zustand umzuwandeln, in welchem Fall weitere Schritte 
vorgesehen werden konnen, urn die notwendige Anderung 
in der chemischen Zusammensetzung des Materials zu be- 15 
jwirken. 

Das hier beschriebene Aufbringverfahren ist insbeson- 
dere brauchbar fiir Inline- Verarbeitung zum Aufbringen ei- 
ner Anzahl von verschiedenen Substanzen. Das heiBt, ein 
Substrat kann kontinuierlich oder schrittweise zwischen ei- 40 
ner Anzahl von verschiedenen Bolimngsanordnungen zum 
Aufbringen von verschiedenen Materialien fur die Bildung 
unterschiedlicher Schichten bewegt werden. 
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1. Verfahren zum selektiven Aufbringen eines ais Lo- 
sung handhabbaren organischen Materials, welches 
umfafit: 

Aufbringen des Materials durch eine langgestreckte 50 
Bohrung von einem in Verbindung mit einem Vorrats- 
behalter dieses Materials stehenden entfernten Ende zu 
einem distalen Ende nahe einem Substrat zur Auf- 
nahme dieses Materials, wobei die Zufuhrung des Ma- 
terials so gesteuert wird, daB es das distale Ende unter 55 
der Wirkung der Schwerkraft oder der Benetzungs- 
spannung oder einer Kombination derselben infolge 
des Kontakts zwischen diesem Material und dem Sub- 
strat verlaBt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die we- 60 
nigstens eine Bohrung in Verbindung mit dem Vorrats- 
behalter uber einen flexiblen Schlauch stent, urn eine 
Bewegung der Bohrung bezuglich des Substrats zu er- 
mtfglichen, so daB eine selektive Aufbringung in vor- 
bcstimmtcn Bcrcichcn des Substrats crmoglicht wird. 65 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die lang- 
gestreckte Bohrung einen Teil einer Bohrungsanord- 
nung bildet, die den Vorratsbehalter einschlieBt und be- 



zuglich des Substrats beweglich ist, um das selektive 
Aufbringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats 
zu ermdglichen. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem das Sub- 
strat bezuglich der wenigstens einen langgestreckten 
Bohrung beweglich gelagert ist, um das selektive Auf- 
bringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats zu 
ermoglichen, 

5. Verfahren nach Anspruch 3, bei welchem die Boh- 
rungsanordnung aus einer Anordnung in Form einer 
Platte bestehu die eine Anzahl von Offnungen besitzt, 
deren jede mit einer entsprechenden vorstehenden 
langgestreckten Bohrung in Verbindung stent, wobei 
die Offnungen eine Verbindung der Bohrungen mit 
dem Vorratsbehalter ermogiichen. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, mit wenigstens drei 
langgestreckten Bohrungen in Verbindung mit jeweils 
untcrschicdlichcn Vorratsbchaltcrn zur Zufuhrung von 
unterschiedlichen Materialien zu vorbestimmten Berei- 
chen des Substrats, wobei die unterschiedlichen Mate- 
rialien lichtemittierende organische Materialien sind, 
die Licht von unterschiedlichen Wellenlangen emittie- 
ren konnen. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei welchem das Substrat ein vorgefonntes Muster 
von Trennmaterial zur Bildung vorbestimmter Berei- 
che tragt, in denen das selektive Aufbringen stattfinden 
soil. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei welchem ein Elek- 
trodenmaterial in den vorbestimmten Bereichen vorher 
aufgebracht worden ist. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei welchem die Querschnittsflache der Bohrung 
im Bereich von 0,001 mm 2 bis 10 mm 2 liegt. 

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem der Abstand zwischen dem Substrat 
und dem distalen Ende der langgestreckten Bohrung 
weniger als 10 mm betragt. 

1 1. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei welchem die Geschwindigkeit des Aufbrin- 
gens des Materials uber die langgestreckte Bohrung 
weniger als 3 m/s betragt. 

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die vorbestimmten Bereiche eine ma- 
ximale Abmessung von mehr als 50 um besitzen. 

13. Verfahren zum Hersteilen einer optischen, elektro- 
nischen oder optoelektronischen Einrichtung, welches 
umfaBt: 

(a) Ausbilden auf einem Substrat eines vorbe- 
stimmten Musters von Trennmaterial zur Bildung 
von vorbestimmten Bereichen fur das darauffol- 
gende Aufbringen eines als Losung handhabbaren 
Materials; 

(b) Aufbringen eines als Losung handhabbaren 
Materials in den vorbestimmten Bereichen durch 
Zuftlhren des Materials von einem in Verbindung 
mit einem Vorratsbehalter dieses Materials ste- 
henden entfemten Ende einer langgestreckten 
Bohrung zu einem distalen Ende dieser Bohrung 
nahe den vorbestimmten Bereichen, 

wobei die Zufuhrung des Materials derart gesteu- 
ert wird, daB es das distale Ende unter der Wir- 
kung der Schwerkraft oder der Benetzungsspan- 
nung oder einer Kombination dieser beiden mit- 
tcls des Kontakts zwischen dem Material und dem 
Substrat verlaBt; und 

(c) Durchfuhrung eines Trocknungsschrittes. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, welches vor dem 
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